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C. EFEKTY KSZTALCENIA | METODY SPRAWDZANIA EFEKTOW KSZTALCENIA

Tematyka modutu obejmuje specjalizowang wiedze na temat przemystowych zastosowan

Cel laserowej obrobki materiatow. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentéw z
modutu : L "y )
podstawowymi technologiami obrébki laserowej
svmbol rol\jvoarg;znia odniesienie do | odniesienie do
y Efekty ksztalcenia P . efektow efektow
efektu zajec kierunkowych | obszarowych
(W/é/p/inne) y y
Posiada podstawowg wiedze o funkcjach i KS WOL KW T1A_ W04
mozliwosciach laseréw i laserowych systemow do W, L TP T1A_WO07
W_01 |obrobki materiatow InzZA_W02
Posiada specjalizowang wiedze na temat laserowe;j KS_W02_KwW T1A_WO04
o . W, L - T1A_ W07
W 02 | obrobki ubytkowej TLIP InzA W02
- . T1A_ W04
Ma specjalizowang wiedze na temat laserowego KS_WO03_KW
, w, L - T1A_WO07
W 03 |spawania TLiP InzA_W02
Dysponuje specjalizowang wiedzg na temat KS_WO03_KW T1A_WO04
) ey t ; W, L - T1A_ W07
W 04 |laserowej modyfikacji powierzchni TLiP InzA W02
Umie dobra¢ system laserowy do planowanego WL KS_UO1_KW | T1A_UO03
U_01 |zakresu obrobki ' TLIiP InzA_U05
Potrafi dobraé parametry technologiczne operac;ji WL KS_U02_KW | T1A_U16
U_02 | ciecia laserowego ' TLIiP InzA_U08
Potrafi dobraé parametry technologiczne operacji WL KS_U03_KW | T1A_U16
U_03 |spawania laserowego ' TLIiP InzA_U08
Potrafi zrealizowa¢ operacje znakowania i WL KS_U03_KW | T1A_U16
U_04 |hartowania laserowego ' TLIP | InzA_U08
. . T1A_KO03
K 01 Potrafi pracowac¢ w zespole L K_K04 T1A K04
Tresci ksztalcenia:
1. Tredci ksztatlcenia w zakresie wyktadu
Nr Tresci ksztalcenia Odniesienie
wyktadu do efektow
ksztatcenia
dla modutu
1 Podstawy fizyczne generacji promieniowania laserowego, budowa rezonatora, | W_01
uwagi historyczne.
2 Opis wigzki promieniowania laserowego, parametry wigzki, modowosc. W_01,
U 01
3 Wiasnosci zrodet promieniowania laserowego stosowanych w przemysle. w_01,
U o1
4 Systemy do obrobki laserowej — optyka, manipulatory, zabezpieczenia, wW_01,
systemy sterowania U 01
5 Ciecie laserowe: metody, zakres zastosowan, parametry, ciecie réznych wW_02,
materiatéw, jakos¢ ciecia. U 02
6 Laserowe drgzenie otwordw (osiowe i trepanacyjne), inne technologie wW_02,
ubytkowe. U 02
7 Spawanie laserowe - zjawiska fizyczne towarzyszgce spawaniu, metody W_03,
spawania, parametry, monitorowanie procesu. U 03
8 Znakowanie laserowe réznych materiatow (zasady fizyczne, parametry). wW_02,
W_04,
U 04
10 Podstawy laserowej obrébki powierzchniowej W_03,
U 04




11 Hartowanie laserowe, parametry, mozliwo$ci i ograniczenia W_02,
W_03
12 Napawanie laserowe. Inne obrébki powierzchniowe W_04
13 Monitoring i sterowanie procesami obrébki laserowej W _01
14 Pozatechnologiczne zastosowania laserow W_01
15 Zagrozenia zwigzane ze stosowaniem laserow. W_04
2. Tresci ksztatcenia w zakresie ¢wiczen —
3. Tresci ksztatcenia w zakresie zadan laboratoryjnych
Nr Odniesienie
. . . . do efektow
zajec Tresci ksztalcenia ksztatcenia
lab. dla modutu
1 Zapoznanie sig z laboratorium. Zasady BHP W_01,
U o1
2 Badanie wigzki promieniowania lasera CO, W_01,
U o1
3 Badanie wigzki promieniowania lasera Nd:YAG W_01,
U o1
4 Wptyw parametrow obrobki na przebieg i wyniki procesu ciecia laserowego | | W_02,
U 02
5 Wplyw parametrow obrébki na przebieg i wyniki procesu ciecia laserowego Il | W_02,
U 02
6 Wplyw parametrow obrébki na przebieg i wyniki procesu drgzenia W_02,
laserowego U 04
7 Wplyw parametrow obrébki na przebieg i wyniki procesu spawania W_03,
laserowego U 03
8 Spawanie przewodnosciowe W_03,
U 03
9 Znakowanie laserem CO, W_03,
U 04
10 Znakowanie laserem Nd:YAG W_03,
U 04
11 Wptyw parametréw obrobki na przebieg i wyniki procesu hartowania W_03,
laserowego U 04
12 Wplyw gatunku stali na przebieg i wyniki procesu hartowania laserowego W_03,
U 04
13 Wptyw parametréow obrébki na przebieg i wyniki procesu napawania W_03
laserowego
15 Zaliczenie sprawozdan, kolokwiumm poprawkowe

4. Charakterystyka zadan projektowych

5. Charakterystyka zadan w ramach innych typéw zaje¢ dydaktycznych
Metody sprawdzania efektow ksztalcenia

Symbol Metody sprawdzania efektow ksztalcenia

efektu (sposob sprawdzenia, w tym dla umiejetno$ci — odwotanie do konkretnych zadan projektowych, laboratoryjnych, itp.)

w o1 | Sprawozdania z ¢wiczen 2 i 3, egzamin

w 02 |Sprawozdania z ¢wiczen 4, 5i 6, egzamin

w 03 |Sprawozdania z cwiczen 7-13, egzamin

w o4 | Sprawozdanie z ¢wiczenia 14, egzamin

U o1 | Sprawozdania z ¢wiczen 2 i 3, egzamin

U 02 | Sprawozdania z ¢wiczen 4, 5i 6, egzamin

u 03 | Sprawozdania z cwiczen 7 i 8, egzamin

U 04 Sprawozdania z éwiczeh 9, 10, 11 i 12, egzamin




’ K_01 ’ Obserwacja postawy studenta podczas ¢wiczen laboratoryjnych




D. NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktéw ECTS

. o obciazenie
Rodzaj aktywnosci studenta
1 | Udziat w wykfadach 30 godzin
2 | Udziat w ¢wiczeniach
3 | Udziat w laboratoriach 30 godzin
4 | Udziat w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 2 godziny
5 | Udziat w zajeciach projektowych
6 | Konsultacje projektowe
7 | Udziat w egzaminie 1 godzina
8
9 | Liczba godzin realizowanych przy bezposrednim udziale nauczyciela 63 godziny
akademickiego (suma)
10 | Liczba punktéw ECTS, ktora student uzyskuje na zajeciach
wymagajacych bezposredniego udziatu nauczyciela akademickiego 2.1 ECTS
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
11 | Samodzielne studiowanie tematyki wyktadow 15 godzin
12 | Samodzielne przygotowanie sie do ¢wiczen
13 | Samodzielne przygotowanie sie do kolokwiow
14 | Samodzielne przygotowanie sie do laboratoriow 15 godzin
15 | Wykonanie sprawozdan 15 godzin
15 | Przygotowanie do kolokwium koricowego z laboratorium
17 | wWykonanie projektu lub dokumentagcji
18 | Przygotowanie do egzaminu 3 godziny
19
20 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta éUSmg)odzm
21 | Liczba punktéw ECTS, ktérg student uzyskuje w ramach samodzielnej
pracy 1 ECTS
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
22 Sumaryczne obcigzenie praca studenta | 101 godzin
23 Punkty ECTS za modut
1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta 4 ECTS
24 | Naktad pracy zwigzany z zajeciami o charakterze praktycznym 53 godzin
Suma godzin zwigzanych z zajeciami praktycznymi g
25 | Liczba punktéw ECTS, ktorg student uzyskuje w ramach zajeé o
charakterze praktycznym 2ECTS

1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta
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